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(57)【要約】
　封止接着剤を用いて有機ＥＬ素子を封止、配列した有
機ＥＬパネルの製造方法において、簡易な方法で、熱硬
化型接着剤を用いて接着することにより、封止性能に優
れ、耐久性に優れた有機ＥＬパネルの製造方法を提供す
るにあたり、基板上に、少なくとも第一電極と、発光層
を含む有機機能層と、第二電極を有する有機ＥＬ素子と
、封止基板とを、熱硬化性接着剤を介して貼合配置した
有機ＥＬパネルの製造方法において、該封止基板上に熱
硬化性接着剤層を形成する工程と、該封止基板上に形成
された熱硬化性接着剤層を予備加熱処理する工程と、該
予備加熱処理された熱硬化性接着剤層と有機エレクトロ
ルミネッセンス素子とを貼合する工程と、該熱硬化性接
着剤層を加熱硬化する工程とを、この順に有することを
特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも第一電極と、発光層を含む有機機能層と、第二電極とを有する有
機エレクトロルミネッセンス素子と、封止基板とを、熱硬化性接着剤層を介して貼合した
有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法において、
　該封止基板上に該熱硬化性接着剤層を形成する工程と、
該封止基板上に形成された熱硬化性接着剤層を予備加熱処理する工程と、
該予備加熱処理された熱硬化性接着剤層と該有機エレクトロルミネッセンス素子とを貼合
する工程と、
該熱硬化性接着剤層を硬化加熱処理する工程とを、この順に有することを特徴とする有機
エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理後の硬化率が５
０％以下であることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル
の製造方法。
【請求項３】
　前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理後の含水率が５
００ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の有機エレクトロルミネ
ッセンスパネルの製造方法。
【請求項４】
　前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理前の含水率が２
０００ｐｐｍ以上であることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の有機エレク
トロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項５】
　前記予備加熱処理する工程が、不活性ガス環境で行われることを特徴とする請求項１～
４の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項６】
　前記予備加熱処理する工程が、露点－３０℃以下の環境で行われることを特徴とする請
求項１～５の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記予備加熱処理する工程が、１０００Ｐａ以下の環境で行われることを特徴とする請
求項１～６の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記予備加熱処理する工程と、前記貼合する工程が、同一空間に配置され連続で行われ
ることを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパ
ネルの製造方法。
【請求項９】
　前記基板が帯状の可撓性基板であり、前記熱硬化性接着剤層を形成する工程、熱硬化性
接着剤層を予備加熱処理する工程、貼合する工程及び加熱硬化する工程を、連続してロー
ルツーロール方式を用いて行うことを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の有機
エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法に
より形成されたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法に関し、特に有機エレクトロ
ルミネッセンスパネルの製造において有機エレクトロルミネッセンス素子の封止方法に関
するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、有機物質を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子（以後、単に有機ＥＬ素
子ともいう）が、固体発光型の薄型で安価な大面積フルカラー表示素子や光源アレイとし
ての用途が有望視されており、活発な研究開発が進められている。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、基板上に形成された第１電極（陽極又は陰極）と、その上に積層され
た有機発光物質を含有する有機化合物層（単層又は多層）すなわち発光層と、この発光層
上に積層された第２電極（陰極又は陽極）とを有する薄膜型の素子である。この様な有機
ＥＬ素子に電圧を印加すると、有機化合物層に陰極から電子が注入され、ならびに陽極か
ら正孔が注入される。この電子と正孔が発光層において再結合し、エネルギー準位が伝導
帯から価電子帯に戻る際にエネルギーを光として放出することにより発光層から発光が得
られることが知られている。
【０００４】
　ところが、有機ＥＬ素子に用いられる有機発光物質等の有機材料は水分や酸素等に弱く
、それら水分や酸素等に対して性能が劣化し易い。又、電極においても、酸化により大気
中では特性が急激に劣化すため、有機ＥＬ素子の最上層に封止層を設けて、空気中の水分
や酸素を遮断することにより劣化を防止する方法が用いられているのが一般的である。
【０００５】
　有機ＥＬ素子の封止方法としてはこれまでに多くの検討がされてきており、ケーシング
タイプの封止方法と、密着タイプの封止方法との２つの方法に大別される。
【０００６】
　ケーシングタイプの封止方法とは有機ＥＬ素子をケース内に入れて外界と遮断し、前記
のケース内に有機ＥＬ素子と共に所定の封止用の気体又は流体を充填しておくことにより
封止する方法である。
【０００７】
　一方、密着タイプの封止方法とは、基板上に形成されている有機ＥＬ素子の素子表面を
、ガラス板等の封止基材を接着剤で面接着することにより基板と封止基材とで封止する方
法である。
【０００８】
　ケーシングタイプの封止方法の場合は、ケース内に封止用気体又は流体を充填するため
薄型とすることが出来ない、工程が複雑である、大量生産には不向き等、種々の課題があ
るものであった。
【０００９】
　一方、密着タイプの封止方法は、薄型対応が可能であり、大量生産が比較的容易である
等種々のメリットがあり、近年、検討が進められている。
【００１０】
　密着タイプの封止方法としては、例えば、バリア層と熱可塑性接着性樹脂からなるシー
ラント層を含む封止フィルムで封止した有機ＥＬ素子が知られている（例えば、特許文献
１を参照。）。
【００１１】
　また、熱可塑性接着性樹脂以外に硬化型接着剤を用いる方法として、熱硬化型や紫外線
硬化型の接着剤が知られている。紫外線硬化型接着剤は、紫外線を照射することにより、
接着剤を硬化させることから、基材照射面が透明であり、照射されるものが紫外線照射に
よりダメージを受け難い材料であること等が必要であり利用範囲に限界があった。
【００１２】
　このような問題から、熱硬化型接着剤を用いる方法が、取り扱い性や製造装置として簡
便さが有利であることから多く用いられてきている。
【００１３】
　しかし、熱硬化型接着剤の問題として、接着剤そのものが、吸湿性を有していること、
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管理保存法が悪いと含水率が上がってしまい、その接着剤を用いて熱硬化した封止部材は
、その後の封止特性に問題が有ること等が分かった。
【００１４】
　そこで、このような問題を解決するために、封止に用いられる全ての部材を、低湿、低
露点の密閉容器内に減圧下保存し、脱水処理をする方法が提案（例えば、特許文献１、２
参照。）されている。
【００１５】
　しかしながら、この様な方法では、保存設備が膨大となり、コスト高となるものであっ
た。
【００１６】
　簡便な方法で熱硬化性接着剤を脱水することが出来れば大きなメリットとなるものであ
る。簡便な方法で脱水を行う方法として加熱を行うことが挙げられるが、この方法だと、
加熱により接着剤そのものの硬化が進行してしまい、接着機能を失ってしまうことから、
加熱を行う方法は回避されるべき方法であるという認識があり、他の手段が色々検討され
てきている。しかしながら、未だ良い方法は見いだされていないのが現状である。
【００１７】
　この様な現状から、接着剤を介して貼合する封止方法で有機エレクトロルミネッセンス
素子を封止した有機ＥＬパネルの製造方法において、簡便な方法でかつ封止基板を熱硬化
型接着剤で固着しても、封止性能の劣化を生じない有機ＥＬパネルの製造方法及び有機Ｅ
Ｌパネルの開発が強く望まれている。
【００１８】
　尚、本発明では基板上に第一電極と有機層と第二電極まで形成した状態を、有機ＥＬ素
子と言い、封止基板で密着封止した状態を有機ＥＬパネルと言う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開２０００－１５０１４７号公報
【特許文献２】特開２００２－３７３７７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上記状況に鑑みなされたものであり、その目的は、接着剤を用いて有機ＥＬ
素子を封止した有機ＥＬパネルの製造方法において、簡易な方法で、熱硬化型接着剤を用
いて接着することにより、封止性能に優れ、耐久性に優れた有機ＥＬパネルの製造方法を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の上記目的は、下記の構成により達成された。
【００２２】
　１．基板上に、少なくとも第一電極と、発光層を含む有機機能層と、第二電極とを有す
る有機エレクトロルミネッセンス素子と、封止基板とを、熱硬化性接着剤層を介して貼合
した有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法において、
　該封止基板上に該熱硬化性接着剤層を形成する工程と、
該封止基板上に形成された熱硬化性接着剤層を予備加熱処理する工程と、
該予備加熱処理された熱硬化性接着剤層と該有機エレクトロルミネッセンス素子とを貼合
する工程と、
該熱硬化性接着剤層を硬化加熱処理する工程とを、この順に有することを特徴とする有機
エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００２３】
　２．前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理後の硬化率
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が５０％以下であることを特徴とする前記１に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルの製造方法。
【００２４】
　３．前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理後の含水率
が５００ｐｐｍ以下であることを特徴とする前記１または２に記載の有機エレクトロルミ
ネッセンスパネルの製造方法。
【００２５】
　４．前記予備加熱処理する工程では、前記熱硬化性接着剤層の予備加熱処理前の含水率
が２０００ｐｐｍ以上であることを特徴とする前記１～３の何れか１項に記載の有機エレ
クトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００２６】
　５．前記予備加熱処理する工程が、不活性ガス環境で行われることを特徴とする前記１
～４の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００２７】
　６．前記予備加熱処理する工程が、露点－３０℃以下の環境で行われることを特徴とす
る前記１～５の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００２８】
　７．前記予備加熱処理する工程が、１０００Ｐａ以下の環境で行われることを特徴とす
る前記１～６の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００２９】
　８．前記予備加熱処理する工程と、前記貼合する工程が、同一空間に配置され連続で行
われることを特徴とする前記１～７の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンス
パネルの製造方法。
【００３０】
　９．前記基板が帯状の可撓性基板であり、前記熱硬化性接着剤層を形成する工程、熱硬
化性接着剤層を予備加熱処理する工程、貼合する工程及び加熱硬化する工程を、連続して
ロールツーロール方式を用いて行うことを特徴とする前記１～８の何れか１項に記載の有
機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【００３１】
　１０．前記１～９の何れか１項に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方
法により形成されたことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法により、簡易な方法で、かつ耐久性にすぐれた有機
ＥＬパネルを提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】枚葉に形成された有機ＥＬパネルの平面図及び断面図である。
【図２】連続シート上に連続的に形成された複数の有機ＥＬパネルの平面図及び断面図で
ある。
【図３】本発明の接着封止における枚葉プロセスによる有機ＥＬパネルの製造例を示す。
【図４】本発明の接着封止におけるロールツーロール（ＲｔｏＲ）プロセスによる有機Ｅ
Ｌパネルの製造例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。
【００３５】
　本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、基板上に、少なくとも第一電極と
、発光層を含む有機機能層と、第二電極を有する有機ＥＬ素子と、封止基板とを、熱硬化
性接着剤層を介して貼合した有機ＥＬパネルの製造方法において、
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　該封止基板上に該熱硬化性接着剤層を形成する工程と、該封止基板上に形成された熱硬
化性接着剤層を予備加熱処理する工程と、該予備加熱処理された熱硬化性接着剤層と有機
エレクトロルミネッセンス素子とを貼合する工程と、該熱硬化性接着剤層を硬化加熱処理
する工程とを、この順に有することを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法により、簡便
であり、有機機能層の性能の劣化を抑制し、特に経時での劣化が少ない、有機ＥＬパネル
の製造方法を実現することができることを見出し、本発明に至った次第である。
【００３６】
　本発明に用いられる有機ＥＬ素子および封止部材の貼合工程について図をもって説明す
る。
【００３７】
　図１は、枚葉に形成された有機ＥＬ素子１０の平面図（ａ）及びＡ－Ａ′線断面図（ｂ
）である。
【００３８】
　図１中、支持体１上に第一電極２を有し、その上に有機機能層として、正孔輸送層３と
発光層４を有し、その上に陰極となる第二電極５が積層されている。第一電極２及び第二
電極５の端部には各々端子部２ａ及び５ａを有する。
【００３９】
　図２は、連続シート上に連続的に複数の有機ＥＬ素子を形成するプロセスを示す平面図
（ａ）～（ｄ）とそのＢ－Ｂ′線断面図（ｅ）である。層構成は図１に示した枚葉の構成
と同様である。
【００４０】
　図３は、枚葉プロセスによる本発明の有機ＥＬパネルの製造例を示す図である。
【００４１】
　図３（ａ）は、封止基材１１上に、接着剤塗工装置１２により熱硬化性接着剤層１３を
形成し、図３（ｂ）では、加熱装置１４により該熱硬化性接着剤層１３を加熱脱水する。
【００４２】
　赤外線吸収測定装置１５及び水分測定装置１６を用いて、接着剤層の硬化度及び含水率
を測定する。
【００４３】
　熱硬化性接着剤層の硬化度が好ましくは５０％を超えない範囲で、予備加熱処理で脱水
を行い、図３（ｃ）において、図１に示した枚葉の有機ＥＬ素子１０と対面する方向で貼
合し、（ｄ）圧着した後、（ｅ）硬化加熱処理することにより接着剤層を熱硬化して、有
機ＥＬパネル４０が形成される。
【００４４】
　図４は、ロールツーロール（ＲｔｏＲとも記す。）方式による本発明の有機ＥＬパネル
の製造例を示す図である。
【００４５】
　図４において、ロール２０から巻き出された封止基板２１上に、塗工装置２２を用いて
熱硬化性接着剤層２３が塗工され、塗工された熱硬化性接着剤層２３を加熱装置２４によ
り予備加熱処理し脱水する。
【００４６】
　脱水された熱硬化性接着剤層の含水率および硬化度を水分測定装置２５および赤外線吸
収測定装置２６により測定する。
【００４７】
　予め有機ＥＬ素子が基材上に形成されたロール３１から巻き出された有機ＥＬ素子基板
３０と、脱水された封止部材２８（封止基材２１と接着剤層２３）とを、ラミネートロー
ル２７により貼合し、更に硬化加熱処理することにより熱硬化性接着剤層を熱硬化し、更
に、有機ＥＬ素子毎に断裁することにより有機ＥＬパネル４０が形成される。
【００４８】
　尚、本発明においては、封止基板上に熱硬化性接着剤層を形成した後、一度封止部材と
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して巻き取りを行い、その後該封止部材をロールより巻き出して予備加熱処理により脱水
した後有機ＥＬ素子基板と接着貼合してもよい。予備加熱処理する工程と有機ＥＬ素子と
の貼合工程は連続していることが好ましい。ここで言う連続工程とは、巻き取りが行われ
ること無く、ロールが連続搬送されていることを意味し、同一空間、すなわち同一の雰囲
気で行われても、異なる雰囲気が連続する工程であっても良い。同一の雰囲気とは、例え
ば、同じチャンバー内にて行うことを指す。
【００４９】
　〈封止基板〉
　本発明に用いられる封止基板としては、ガラス基板、プラスチック材料、金属板、金属
箔等特に限定されない。
【００５０】
　本発明に使用することができるプラスチック材料としては、例えばエチレンテトラフル
オロエチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、延伸ポリプロピ
レン（ＯＰＰ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、延伸
ナイロン（ＯＮｙ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレー
ト（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリイミド、ポリエーテルスチレン（ＰＥＳ
）などの熱可塑性樹脂フィルム材料を使用することが出来る。又、これら熱可塑性樹脂フ
ィルムは、必要に応じて異種フィルムと共押出しで作った多層フィルム、貼り合せて作っ
た多層フィルム等も当然使用出来る。更に必要とする物性を得るために使用するフィルム
の密度、分子量分布を組合せて作ることも可能である。
【００５１】
　封止基板としてプラスチックフィルムを用いる場合は、ガスバリア層を有するものであ
ることが好ましい。
【００５２】
　ガスバリア層の特性としては、水蒸気透過度は、０．０１ｇ／ｍ２・ｄａｙ以下である
ことが好ましい。水蒸気透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２９Ｂ法（１９９２年）に準拠した方法
で主としてＭＯＣＯＮ法により測定した値を示す。
【００５３】
　酸素透過度は、０．０１ｍｌ／ｍ２・ｄａｙ・ａｔｍ以下であることが好ましい。酸素
透過度はＪＩＳ　Ｋ７１２６Ｂ法（１９８７年）に準拠した方法で主としてＭＯＣＯＮ法
により測定した値である。
【００５４】
　ガスバリア層としては、無機蒸着膜、金属箔が挙げられる。無機蒸着膜としては薄膜ハ
ンドブックｐ８７９～ｐ９０１（日本学術振興会）、真空技術ハンドブックｐ５０２～ｐ
５０９、ｐ６１２、ｐ８１０（日刊工業新聞社）、真空ハンドブック増訂版ｐ１３２～ｐ
１３４（ＵＬＶＡＣ　日本真空技術Ｋ．Ｋ）に記載されている如き無機膜が挙げられる。
【００５５】
　例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等の金属、ＭｇＯ、
ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ

３、ＴｉＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、ＳｉｘＯｙ（ｘ＝１、ｙ＝１．５～２．０）、Ｔａ２Ｏ３、
ＺｒＮ、ＳｉＣ、ＴｉＣ、ＰＳＧ、Ｓｉ３Ｎ４、ＳｉＮ、単結晶Ｓｉ、アモルファスＳｉ
、Ｗ、等が用いられる。
【００５６】
　又、金属箔の材料としては、例えばアルミニウム、銅、ニッケルなどの金属材料や、ス
テンレス、アルミニウム合金などの合金材料を用いることが出来るが、加工性やコストの
面でアルミニウムが好ましい。
【００５７】
　ガラス基板としては特に限定はなく、例えば珪酸塩ガラス、珪酸アルカリガラス、鉛ア
ルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、カリ石灰ガラス、バリウムガラス、硼珪酸ガラス、燐
酸塩ガラス等が挙げられる。
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【００５８】
　《熱硬化性接着剤層およびその形成方法》
　本発明の有機ＥＬパネルの製造方法において、熱硬化性接着剤層に用いられる熱硬化性
樹脂としては、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられるが、本
発明はこれらに限定されるものではない。これらの熱硬化性樹脂の中でも、耐湿性、耐水
性に優れ、硬化時の収縮が少ないことから、エポキシ系熱硬化樹脂を用いることが好まし
い。また、熱硬化性接着剤層の厚さは、概ね５μｍ～１００μｍであり、好ましくは１０
μｍ～５０μｍである。
【００５９】
　熱硬化性接着剤層の形成方法としては、用いる材料に応じて、ロールコート、スピンコ
ート、スクリーン印刷法、スプレーコート、インクジェットコート等のコーティング法、
印刷法等を用いることができる。
【００６０】
　《接着剤層の予備加熱処理及び硬化加熱処理の方法について》
　接着剤層の予備加熱処理及び硬化加熱処理における加熱方法としては、接着剤層に接触
せずに加熱を行う非接触式、接着剤層に接触して加熱を行う接触式（裏面）等、特に問わ
ないが、非接触式の方が有機ＥＬ素子を形成する有機機能材料への影響や異物の発生等の
面から好ましい。
【００６１】
　なお、本発明において、予備加熱処理とは、熱硬化性接着剤層と有機ＥＬ素子とを貼合
する前の加熱処理のことを指し、硬化加熱処理とは、熱硬化性接着剤層と有機ＥＬ素子と
を貼合した後の加熱処理のことを指す。
【００６２】
　非接触式加熱方式としては、例えば、遠赤外線ヒータ、ハロゲンランプヒータ、レーザ
ーや、マイクロ波加熱等の加熱方法が挙げられるが、これに限ったものではない。
【００６３】
　本発明に適用可能な加熱手段であるレーザーとしては、例えば、ネオジムレーザー、Ｙ
ＡＧレーザー、ルビーレーザー、ヘリウム－ネオンレーザー、クリプトンレーザー、アル
ゴンレーザー、Ｈ２レーザー、Ｎ２レーザー、半導体レーザー等のレーザー光を挙げるこ
とができる。より好ましいレーザーとしては、ＹＡＧ：ネオジム３＋レーザー（レーザー
光の波長：１０６０ｎｍ）や半導体レーザー（レーザー光の波長：５００～１０００ｎｍ
）を挙げることができる。レーザー光の出力は、５～１０００Ｗであることが好ましい。
【００６４】
　レーザーは連続波長でも良いし、パルス波でもよい。パルス波の幅を制御すると加温の
調節が可能であり、最適条件を求め易い。
【００６５】
　又、発塵や雰囲気の温度上昇を考慮した場合は、遠赤外線ヒータが好ましい。
【００６６】
　接触式加熱方式としては、例えば、ヒートプレートを使用することができるが、ヒート
プレートは、シリコンラバーヒーター等からなる発熱電気抵抗体を担持したＳＵＳ箔に、
絶縁層、その上にアルミ板、さらにフッ素系樹脂等が被膜されて構成され、電源からの電
力供給により発熱して、所望の温度に接着剤層を加熱して脱水するというものである。
【００６７】
　また、他の接触式加熱方式であるヒートローラは、外周部を加熱するための温度コント
ロール可能な熱源（例えば、金属抵抗発熱体、ハロゲンランプなど）を中心部に装着した
熱伝導性のよい金属（例えばアルミニウム，ステンレス，鉄，銅等）又はプラスチック素
材（例えばベークライト等）を用いたローラで構成され、その最外周部がテフロン（登録
商標）又はシリコンゴムなどによって被覆され外周が適度に加熱され脱水するというもの
である。
【００６８】
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　本発明において、熱硬化性接着剤層の予備加熱処理及び硬化加熱処理の条件として、加
熱温度としては概ね５０℃～２００℃であり、好ましくは８０℃～１６０℃の範囲であり
、特に好ましくは９０℃～１４０℃である。
【００６９】
　本発明においては、加熱時間は、概ね１秒～３０分の範囲で加熱することにより、脱水
および硬化（架橋反応）が進むので、予備加熱処理は下記の好ましい含水率となるように
処理時間を調整する。好ましくは、４．０秒以上、６００秒以下の範囲で加熱することで
ある。
＜熱硬化性接着剤層の含水率について＞
　塗布形成された熱硬化性接着剤層および予備加熱処理された該接着剤層の含水率は、カ
ールフィッシャー水分測定装置（三菱アナリテック社製、ＣＡ－２００）等を用いて測定
することが出来る。予備加熱処理前の熱硬化性接着剤層の含水率は、２０００ｐｐｍ以上
のものが多く、予備加熱処理を行うことで熱硬化性接着剤層の含水率、を５００ｐｐｍ以
下とすることが好ましく、より好ましくは３００ｐｐｍ以下とすることである。
【００７０】
　＜熱硬化性接着剤層の硬化率について＞
　尚、熱硬化性接着剤層の硬化率の測定は以下の様にして行った。
【００７１】
　測定装置としては、リアルタイムＦＴ－ＩＲの測定により非破壊的に行うことが好まし
く、例えば、バイオ・ラッド社製　ＦＴ－ＩＲ　を用いることがきる。
【００７２】
　熱硬化性接着剤の官能基の種類によって、その測定波長を変更して行うことができるが
、例えばエポキシ系熱硬化性接着剤の場合は、９３０ｎｍのピーク強度の変化について、
硬化反応前の初期状態を硬化度０とし、反応基がほぼ完全に消費されて反応基由来のピー
ク強度が減少しなくなる（或いは、ゼロになる）状態を１００として硬化度を計算する。
【００７３】
　本発明では、好ましくは予備加熱処理では、熱硬化性接着剤層の硬化率が５０％を超え
ないように加熱処理することが好ましい。このような加熱処理であれば、熱硬化性接着剤
層の接着性を十分確保できる。
【００７４】
　次に、本発明の有機ＥＬパネルとその形成方法について下記に示す。
【００７５】
　〈有機ＥＬパネル〉
　本発明により封止形成された有機ＥＬパネルの層構成の例を、下記に挙げる。
【００７６】
　（１）基板／陽極（第１電極）／発光層／電子輸送層／陰極（第２電極）／封止基板
　（２）基板／陽極（第１電極）／正孔輸送層／発光層／陰極（第２電極）／封止基板
　（３）基板／陽極（第１電極）／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
（第２電極）／封止基板
　（４）基板／陽極（第１電極）／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極
バッファー層（電子注入層）／陰極（第２電極）／封止基板
　（５）基板／陽極（第１電極）／陽極バッファー層（正孔注入層）／正孔輸送層／発光
層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファー層（電子注入層）／陰極（第２電極）／封
止基板
　尚、上記層構成において、封止基板を除く基板上に形成された各機能層を有する有機Ｅ
Ｌ素子は、本発明の封止工程前に予め作製準備されている。
【００７７】
　〈有機ＥＬ素子〉
　有機ＥＬ素子は、通常、陽極（第１電極）側が観察側になり、陽極（第１電極）には、
ＩＴＯ（酸化スズと酸化インジウム混合物）、ＩＺＯ（酸化亜鉛と酸化インジウム混合物
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）、ＺｎＯ、ＳｎＯ２、Ｉｎ２Ｏ３等の透明電極が用いられる。中でも、ＩＴＯ電極は、
９０％以上の高い光透過率と、１０Ω／□以下の低いシート抵抗値が可能で、本発明に好
ましく用いられる。又、ＩＺＯ電極は、形成時に基板を加熱せずに所定の低い抵抗値が得
られ、ＩＴＯ電極よりも膜表面が平滑であるという利点があり好ましい。
【００７８】
　陽極の上には、各有機機能層が形成され、更にその上に陰極が形成されて有機ＥＬ素子
が形成されている。
【００７９】
　正孔注入・輸送層に用いられる有機材料としては、フタロシアニン誘導体、ヘテロ環ア
ゾール類、芳香族三級アミン類、ポリビニルカルバゾール、ポリエチレンジオキシチオフ
ェン／ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）などに代表される導電性高分子等
の高分子材料が用いられる。
【００８０】
　また、発光層に用いられる、例えば、４，４′－ジカルバゾリルビフェニル、１，３－
ジカルバゾリルベンゼン等のカルバゾール系発光材料、（ジ）アザカルバゾール類、１，
３，５－トリピレニルベンゼンなどのピレン系発光材料に代表される低分子発光材料、ポ
リフェニレンビニレン類、ポリフルオレン類、ポリビニルカルバゾール類などに代表され
る高分子発光材料などが挙げられる。これらのうちで、発光材料としては、分子量１００
００以下の低分子系発光材料が好ましく用いられる。
【００８１】
　また発光層には、発光材料として、０．１～２０質量％程度のドーパントが含まれても
よく、ドーパントとしては、ペリレン誘導体、ピレン誘導体等公知の蛍光色素、また、り
ん光色素、例えば、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム、ビス（２－フェニルピ
リジン）（アセチルアセトナート）イリジウム、ビス（２，４－ジフルオロフェニルピリ
ジン）（ピコリナート）イリジウム、などに代表されるオルトメタル化イリジウム錯体等
の錯体化合物がある。
【００８２】
　電子注入・輸送層材料としては、８－ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス（８－ヒ
ドロキシキノリナート）亜鉛等の金属錯体化合物もしくは以下に挙げられる含窒素五員環
誘導体がある。即ち、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールも
しくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、２，５－ビス（１－フェニル）－１
，３，４－オキサゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－チアゾール、２
，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２－（４′－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル）１，３，４－オキサジアゾール、２，５－
ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェ
ニルオキサジアゾリル）］ベンゼン、１，４－ビス［２－（５－フェニルオキサジアゾリ
ル）－４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン］、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５
－（４″－ビフェニル）－１，３，４－チアジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）
－１，３，４－チアジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェニルチアジアゾリル）］
ベンゼン、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル）－１，
３，４－トリアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－トリアゾール、１
，４－ビス［２－（５－フェニルトリアゾリル）］ベンゼン等が挙げられる。
【００８３】
　これら発光層、また各機能層に用いられる材料として、分子中にビニル基等の重合反応
性基を有する材料を用い、製膜後に架橋・重合膜を形成させてもよい。
【００８４】
　因みに、陽極層に使用される導電性材料としては、４ｅＶより大きな仕事関数をもつも
のが適しており、銀、金、白金、パラジウム等及びそれらの合金、酸化スズ、酸化インジ
ウム、ＩＴＯ等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂
が用いられる。
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【００８５】
　また、陰極層に使用される導電性物質としては、４ｅＶより小さな仕事関数を有するも
のが適しており、金属としてはマグネシウム、アルミニウム等や合金としては、マグネシ
ウム／銀、リチウム／アルミニウム等が代表例として挙げられる。
【００８６】
　〈基板〉
　次に、有機ＥＬ素子に使用される基板について説明する。
【００８７】
　本発明に用いられる基板の基板材料としては、光透過性の基板で有れば良く、ガラス基
板、プラスチック基板等特に限定されない。
【００８８】
　プラスチック（樹脂）基板としては、透明性樹脂フィルムがあり、厚さ１００μｍ～２
ｍｍ程度の厚みを有するものが使用される。透明性樹脂フィルムとしては、ポリエチレン
、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、エチ
レン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリメチルメタアク
リレート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチ
レン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリエステル、ポリカーボネート
、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド等が挙げられるが、これらに限定され
ない。好ましくは、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）である。
【００８９】
　基板がポリエチレンナフタレートであると、加熱した場合の変形量が小さいことから好
ましい。
【００９０】
　また、ガスバリア性が高いガスバリアフィルムを用いることもできる。ガスバリアフィ
ルムとしては、金属の酸化物膜、例えば、酸化窒化膜、窒化膜、金属薄膜等、厚みとして
５０ｎｍ以上、５０μｍ以下の封止機能を有するガスバリア膜を有するフィルムが挙げら
れる。
【００９１】
　〈有機ＥＬ素子の形成方法〉
　該基板上に形成される有機機能層等の形成方法としては、これも特に制限はなく、蒸着
法、塗布法等何れの形成方法であっても良い。
【００９２】
　〈貼合〉
　前記の様にして形成された有機ＥＬ素子の有機機能層等が形成された面と前記封止基材
の接着剤層が形成された面を対向するようにして貼合することにより封止され有機ＥＬパ
ネルが形成される。
【００９３】
　なお、本発明においては、貼合されて形成された封止構造としては、封止缶方式の中空
構造であっても、密封方式のシール接着剤が充填された密着封止構造であっても構わない
。
【００９４】
　〈貼合工程〉
　本発明においては、封止基材上に熱硬化性接着剤層を形成する工程は、続く接着剤層の
硬化加熱処理工程とは連続である必要はなく、不連続であってもよい。しかしながら、接
着剤層の硬化加熱処理工程と有機ＥＬ素子との貼合工程は連続して行うことが好ましい。
【００９５】
　尚、本発明でいう連続とは、接着剤層の硬化加熱処理工程と有機ＥＬ素子基板との貼合
工程の間隔が数分から数時間以内のものであり、実質的に環境雰囲気から吸湿しない範囲
のものを指す。
【００９６】
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　硬化加熱処理工程の環境としては、不活性ガス雰囲気であることが好ましい。不活性ガ
ス雰囲気とすることにより、熱硬化性接着剤層において加熱による酸化反応や熱重合反応
が促進されることが無く、また、同一雰囲気に有機ＥＬ素子がある場合は、有機ＥＬ素子
の形成材料にダメージを与えることが無いため更に好ましい。
【００９７】
　さらに、硬化加熱処理工程の環境としは、露点－３０℃以下の環境であることが好まし
く、特に好ましくは－６０℃以下であり、気圧は１０００Ｐａ以下の環境である。
【００９８】
　更に、加熱工程と貼合工程が、同一空間に配置された連続工程であることが最も好まし
い。
【００９９】
　この様な環境下で、封止部材の熱硬化性接着剤層を加熱し、有機ＥＬ素子基板と貼合す
るとき、本発明においては熱硬化性接着剤層の接着剤の硬化率を５０％以下とすることが
好ましい。
【０１００】
　本発明においては、この接着剤層の予備加熱処理工程においては、接着剤の硬化率が５
０％を超えないことが好ましく、その硬化率が５０％を超える場合は、その後の有機ＥＬ
素子基板との貼合における接着機能が不十分となり、接着剤層が素子の形状に合わせて塑
性変形することが出来ず、素子を損ねる可能性がある。
【０１０１】
　本発明の製造方法は、従来は熱硬化型接着剤を用いて封止接着する場合、加熱すること
はできないものと考えられていたが、硬化率を管理することにより、簡易な方法で、熱硬
化性接着剤層の含水率を低下させ、高い封止効果を得ることができることを見いだしたも
のである。
【実施例】
【０１０２】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「部」あるいは「％」の表示を用いるが、特に断りがな
い限り「質量部」あるいは「質量％」を表す。
【０１０３】
　実施例１
　《有機ＥＬ素子の作製》
　下記の方法に従って、図１に記載のものと類似の構成からなる枚葉の有機ＥＬ素子を作
製した。
【０１０４】
　（透明支持基板の作製）
　幅１００ｍｍ×１００ｍｍ、厚さ１００μｍのポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フ
ィルム基板上の中心に、陽極としてＩＴＯ（インジウムチンオキシド）を幅８０ｍｍ×８
０ｍｍ、厚さ１００ｎｍで、一部陽極取り出し部がパターニングされた透明陽極基板を準
備した。この基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、Ｕ
Ｖオゾン洗浄を更に５分間行った。
【０１０５】
　（正孔輸送層の形成）
　この透明支持基板上に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポリスチレン
スルホン酸（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ　Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８
３）を純水で７０％に希釈した溶液を、スクリーン印刷法を用いて、陽極上に幅８０ｍｍ
×８０ｍｍで塗布した後、２００℃で１時間乾燥し、膜厚３０ｎｍの正孔輸送層を形成し
た。
【０１０６】
　（発光層の形成）
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　次いで、下記組成の発光層組成物を、スクリーン印刷法を用いて、幅１００ｍｍ×１０
０ｍｍの基材の中心に、幅９０ｍｍ×９０ｍｍに塗布し、膜厚約２５ｎｍの発光層を形成
した。
【０１０７】
　〈発光層組成物〉
　溶媒：トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量％
　ホスト材料：Ｈ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量％
　青色材料：Ｉｒ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０質量％
　緑色材料：Ｉｒ（ｐｐｙ）３　　　　　　　　　　　　０．００４質量％
　赤色材料：Ｉｒ（ｐｉｑ）３　　　　　　　　　　　　０．００５質量％
　（電子輸送層の形成）
　次いで、下記電子輸送層用塗布液を、スクリーン印刷法を用いて、発光層の上に幅９０
ｍｍ×９０ｍｍで、膜厚２０ｎｍの電子輸送層を設けた。
【０１０８】
　〈電子輸送層用塗布液〉
　２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール　　　　１００ｍｌ
　ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０ｇ
【０１０９】
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【化１】

【０１１０】
　（陰極バッファー層、陰極の形成）
　更に電子輸送層が形成された上記試料を真空蒸着装置に移し、真空槽を４×１０－４Ｐ
ａまで減圧し、一部陰極取り出し部を有する幅９０ｍｍ×９０ｍｍのマスクを用いて、前
記電子輸送層上に陰極バッファー層としてフッ化リチウム膜を１０ｎｍ及び陰極としてア
ルミニウム膜を１１０ｎｍの厚さで順次蒸着成膜して、有機ＥＬ素子を作製した。
【０１１１】
　〈封止基板の作製〉
　厚み５０μｍのアルミ箔（東洋アルミニウム株式会社製）を用い、このマット面に厚み
が１２μｍ厚のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムをドライラミネーション
用の接着剤（２液反応型のウレタン系接着剤）を用いてラミネート（接着剤層の厚み１．
５μｍ）して、封止基板を作製した。
【０１１２】
　〈熱硬化性接着剤層の形成〉
　上記作製した封止基板（ＰＥＴラミネートアルミ箔）を、１００ｍｍ×１００ｍｍに断
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裁し、そのつや面（アルミ面）に、下記の構成材料を用い、ディスペンサを使用して熱硬
化性接着剤層を形成し接着剤付き封止基板を得た。
【０１１３】
　（熱硬化接着剤層構成材料）
　ビスフェノールＡジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）　１００質量％
　ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）　　　　　　　　　　　　　　８質量％
　エポキシアダクト系硬化促進剤　　　　　　　　　　　　　　３質量％
　〈有機ＥＬパネル１０１の作製〉
　得られた接着剤付き封止基板を、Ｎ２環境下（露点－５０℃）にて、有機ＥＬ素子を形
成したポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルム基板上に接着剤層面を密着・配置し
て、封止基板を圧着（圧力０．１５ＭＰａ、時間３０秒）して、仮接着した。仮接着され
た有機ＥＬパネルの基板側及び封止基板の基材側より、ヒートプレート（温度８０℃、３
０分）を用いて硬化加熱処理し、熱硬化性接着剤層を硬化させて、有機ＥＬパネル１０１
を作製した。
【０１１４】
　〈有機ＥＬパネル１０２～１０８の作製〉
　上記有機ＥＬパネル１０１の作製において、封止基板の熱硬化性接着剤層の予備加熱処
理を加え、当該予備加熱処理の加熱条件（温度及び時間）、加熱環境（Ｎ２環境下露点、
真空度）を、表１に記載した条件に変更した以外は同様にして、有機ＥＬパネル１０２～
１０８を作製した。
【０１１５】
　なお、予備加熱処理は以下の様に行った。
〈封止基板の予備加熱処理〉
　上記で得られた接着剤層を有する封止基板を下記の条件で予備加熱処理を行った。又、
同時に予備加熱処理による硬化度および含水率の測定を下記の機器を用いて測定した。
【０１１６】
　（予備加熱処理）
　封止部材の接着剤層側１００ｍｍから、遠赤外線プレートヒーター（株式会社デンコー
製、ＢＤ３０４０、２ｋＷ）を用いて予備加熱処理を行った。
【０１１７】
　（含水率の測定）
　上記で形成された封止部材の予備加熱処理前と予備加熱処理後の含水率をカールフィッ
シャー水分測定装置（三菱アナリテック社製、ＣＡ－２００）を用いて測定した。
【０１１８】
　（熱硬化性樹脂の硬化度の測定）
　ＦＴ－ＩＲ装置（バイオ・ラッド社製、ＦＴ５－４０）を用い、９３０ｎｍのピーク強
度の変化について測定。硬化反応前のピーク強度の値と、完全硬化後のピーク強度の値を
事前に測定しておき、各々の値を０及び１００として硬化度を評価した。
【０１１９】
　《有機ＥＬパネルの評価》
　上記で作製した有機ＥＬパネル１０１～１０８について、下記に記載の方法に従って、
密着度及びダークスポット発生数を評価し、得られた結果を表１に示した。
【０１２０】
　（密着度）
　作製した有機ＥＬパネル１０１～１０８を、封止基板側が凸になるように曲げ半径５０
ｍｍおよび１００ｍｍにてベントさせ、封止基板の密着度（剥れ）を目視で確認した。
【０１２１】
　［密着状態評価ランク］
　○：５０ｍｍで封止部材の剥れがない
　△：１００ｍｍで封止部材の剥がれはないが、５０ｍｍで剥がれが認められる
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　×：１００ｍｍで封止部材が剥れている
　（ダークスポット発生数）
　作製した有機ＥＬパネルを、露点－８０℃、温度７０℃の環境に３時間放置した後、低
電圧電源（株式会社エーディーシー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３）にて＋５Ｖを印加
し素子を発光させ、その時の発光状態をマイクロスコープにより観察した。直径３０μｍ
以上のダークスポット（ＤＳ）の発生数をカウントした。
【０１２２】
　［ＤＳ発生の評価ランク］
　◎：０個
　○：１個以上、１０個未満
　△：１０個以上、２０個未満
　×：２０個以上
【０１２３】
【表１】

【０１２４】
　表１に記載の結果より明らかな様に、熱硬化性接着剤層を予備加熱処理して脱水した後
、有機ＥＬ素子を貼合し、硬化加熱処理を行うことにより封止した本発明の有機ＥＬパネ
ルは、比較例に比べて、ダークスポット（ＤＳ）の発生数が少なく、よく乾燥されている
ことが分かる。また、硬化度が５０％を超える場合は、有機ＥＬ素子を形成したフィルム
基板と封止基板との密着性の低下が見られる。
【０１２５】
　実施例２
　下記の方法に従って、図２に記載の構成からなる有機ＥＬ素子が連続的に形成されたロ
ール状の有機ＥＬ素子基板を作製した。
【０１２６】
　（透明電極を有する基板の作製）
　幅１００ｍｍ×１０ｍ、厚さ１００μｍのポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）ロール
フィルム基板上に、陽極としてＩＴＯ（インジウムチンオキシド）が幅８０ｍｍ×８０ｍ
ｍ、厚さ１００ｎｍで、電極間隔が２０ｍｍ、陽極取り出し部がパターニングされた透明
電極基板を準備した。
【０１２７】
　（正孔輸送層の形成）
　この透明電極基板上に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポリスチレン
スルホン酸（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ　Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８
３）を純水で７０％に希釈した溶液を、インクジェット印刷法を用いて、透明電極上に幅
８０ｍｍ×８０ｍｍ、間隔２０ｍｍで塗布した後、２００℃で１時間乾燥し、膜厚３０ｎ
ｍの正孔輸送層を形成した。
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【０１２８】
　（発光層の形成）
　次いで、下記組成の発光層組成物を、エクストルージョン法を用いて、幅１００ｍｍ×
１００ｍｍの基材の中心に、幅９０ｍｍで塗布し、膜厚約２５ｎｍの発光層を形成した。
【０１２９】
　〈発光層組成物〉
　溶媒：トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量％
　ホスト材料：Ｈ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量％
　青色材料：Ｉｒ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０質量％
　緑色材料：Ｉｒ（ｐｐｙ）３　　　　　　　　　　　　０．００４質量％
　赤色材料：Ｉｒ（ｐｉｑ）３　　　　　　　　　　　　０．００５質量％
　（電子輸送層の形成）
　次いで、下記電子輸送層用塗布液を、エクストルージョン法を用いて、発光層の上に幅
９０ｍｍで、膜厚２０ｎｍの電子輸送層を設けロール状に巻き取った。
【０１３０】
　〈電子輸送層用塗布液〉
　２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール　　　　１００ｍｌ
　ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０ｇ
　用いた化合物は実施例１と同様である。
【０１３１】
　（陰極バッファー層、陰極の形成）
　上記で得られた電子輸送層まで形成されたロール状試料を、巻き取り、巻きだし部を有
する真空蒸着装置に移し、真空槽を４×１０－４Ｐａまで減圧し、一部陰極取り出し部を
有する幅９０ｍｍ×９０ｍｍのマスクを用いて、前記電子輸送層上に陰極バッファー層と
してフッ化リチウム膜を１０ｎｍ及び陰極としてアルミニウム膜を１１０ｎｍの厚さで順
次蒸着成膜して、ロール状に連続する有機ＥＬ素子基板を作製した。
【０１３２】
　〈ロール状封止基板の作製〉
　厚み５０μｍのアルミ箔（東洋アルミニウム株式会社製）を用い、このマット面に厚み
が１２μｍの、幅１００ｍｍ×長さ１０ｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィ
ルムをドライラミネーション用の接着剤（２液反応型のウレタン系接着剤）を用いてラミ
ネート（接着剤層の厚み１．５μｍ）して、ロール状封止基板を作製した。
【０１３３】
　〈熱硬化性接着剤層の形成〉
　上記作製したロール状封止基板（ＰＥＴラミネートアルミ箔）を巻きだし、そのつや面
（アルミ面）に、下記の熱硬化性接着剤層構成材料を用い、エクストルージョン法により
熱硬化性接着剤層を形成し巻き取りした。
【０１３４】
　（熱硬化性接着剤層構成材料）
　ビスフェノールＡジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）　１００質量％
　ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）　　　　　　　　　　　　　　８質量％
　エポキシアダクト系硬化促進剤　　　　　　　　　　　　　　３質量％
　〈有機ＥＬパネル２０１の作製〉
　得られたロール状封止基板と、ロール状に有機ＥＬ素子が形成されたポリエチレンナフ
タレート（ＰＥＮ）フィルム基板（有機ＥＬ素子基板）とを、Ｎ２環境下（露点－５０℃
）にて、図３に示す様に、ロール搬送により、有機ＥＬ素子側と接着剤層面とを密着・配
置して、封止基板をロールラミネート方式により圧着（圧力０．３ＭＰａ、搬送速度０．
５ｍ／ｍｉｎ）して、仮接着した。仮接着された有機ＥＬパネルの基板側及び封止基板側
より、ヒートプレート（温度８０℃、３０分）を用いて硬化加熱処理を行い、熱硬化性接
着材層を硬化させた後、断裁して有機ＥＬパネル２０１を作製した。
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〔有機ＥＬパネル２０２～２０６の作製〕
　上記有機ＥＬパネル２０１の作製において、封止基板の熱硬化性接着剤層の予備加熱処
理を加え、当該予備加熱処理の加熱条件（温度及び時間）を、表２に記載した条件に変更
した以外は同様にして、有機ＥＬパネル２０２～２０６を作製した。
【０１３５】
　なお、予備加熱処理は以下の様に行った。
【０１３６】
　〈封止基板の予備加熱処理〉
　上記で得られた接着剤層を有するロール状封止基板（封止部材）を下記の条件で予備加
熱処理を行った。又、同時に予備加熱処理による硬化度および含水率の測定を下記の機器
を用いて測定した。
【０１３７】
　（予備加熱処理）
　封止部材の接着剤層側５０ｍｍから、遠赤外線プレートヒーター（株式会社デンコー製
、ＢＤ３０４０、２ｋＷ）を用いて予備加熱処理を行った。加熱環境は、Ｎ２環境下（露
点－５０℃）とし、有機ＥＬ素子側と接着剤層面とを密着・配置工程と同一空間にて行っ
た。
【０１３８】
　（含水率の測定）
　上記で形成された封止部材の予備加熱処理無しと、予備加熱処理後の含水率をカールフ
ィッシャー水分測定装置（三菱アナリテック社製、ＣＡ－２００）を用いて測定した。
【０１３９】
　（硬化度の測定）
　ＦＴ－ＩＲ装置（バイオ・ラッド社製、ＦＴ５－４０）を用い、９３０ｎｍのピーク強
度の変化について測定。硬化反応前のピーク強度の値と、完全硬化後のピーク強度の値を
事前に測定しておき、各々の値を０及び１００として硬化度を評価した。
【０１４０】
　《有機ＥＬパネルの評価》
　上記で作製した有機ＥＬパネル２０１～２０６について、実施例１と同様に評価した。
【０１４１】
　得られた結果を表２に示した。
【０１４２】
【表２】

【０１４３】
　表２に記載の結果より明らかな様に、熱硬化性接着剤層を予備加熱処理して脱水した後
、有機ＥＬ素子を貼合し、硬化加熱処理を行い熱硬化させて封止した本発明の有機ＥＬパ
ネルは、比較例に比べて、ダークスポット（ＤＳ）の発生数が少なく、よく乾燥されてい
ることが分かる。また、硬化度が５０％を超える場合は、有機ＥＬ素子を形成したフィル
ム基板と封止基板が密着との密着性の低下が見られる。
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【符号の説明】
【０１４４】
　１、１１　基板
　２、１２　第一電極
　２ａ　第一電極リード部
　３　正孔輸送層
　４　発光層
　５　第二電極
　５ａ　第２電極リード部
　１０、３０　有機ＥＬ素子
　１２、２２　接着剤塗工装置
　１３、２３　接着剤層
　１４、２４　予備加熱装置
　１５、２５　水分測定装置
　１６、２６　赤外線吸収測定装置
　１９、２９　本加熱装置
　２０　封止基板ロール
　２１　封止基板
　２７　ラミネートロール
　２８　接着剤層を形成した封止基板
　４０　有機ＥＬパネル
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